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@ Anisotrop elektrisch leitender Kleber 



) Die Erfindung batrifft einen anisotrop leitenden KJeber mit 
in einem Basismaterial dispergierten lertfahigen Teilchen. Es 
1st vorgesehen, daS die Teilchen (14) auf ihrer Oberflache 
Abstandsmittel (16) aufweisen. 
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Beschreibu^ 

Die Erfindung betrifft einen anisotrop elektrisch lei- 
tenden Kleber nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 



Stand derTechnik 
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Anisotrop leitende Kleber sind bekannt Diese weisen 
in einem Basismaterial, beispielsweise in einem thermo- 
plastischen Material, feinverteilte leitfahige Teilchen 
auf. Die leitfahigen Teilchen werden dabei als kdrnchen- 
fSrmiges Pulver in dem Basismaterial dispergiert Die 
anisotrop leitenden Kleber liegen beispielsweise in Fo- 
lienform vor und sind geeignet, zwei Kontakte, bei- 
spielsweise zwei Leiterbahnen, elektrisch leitend mitein- 
ander zu verkleben. Die Leiterbahnen werden uriter 
Druck- und Temperatureinwirkung auf die gegenuber- 
liegenden Seiten des Leitklebers gepreBt, so daB sich 
das Basismaterial verformt und die in diesem verteilten 
leitfahigen Teilchen eine elektrisch leitende Verbindung 
zwischen den aufgebrachten Leiterbahnen herstellen. 
Das Basismaterial Ubernimmt dabei die Haftwirkung fur 
die Leiterbahnen. 

Es wird deutlich, daB eine Aufldsung des anisotrop 
leitenden Klebers, das heiBt der minimal mSgliche Ab- 
stand zwischen zwei benachbarten elektrisch leitenden 
Verbindungen, von der Struktur der dispergierten elek- 
trisch leitenden Teilchen abhangt Damit diese die elek- 
trisch leitende Verbindung in nur einer Richtung erm6g- 
lichen, mQssen diese einen genugend groBen Abstand 
zueinander aufweisen, damit eine unerwtoschte elek- 
trisch leitende Verbindung zwischen den Teilchen un- 
tereinander vermieden wird Es ist jedoch nachteilig, 
daB es beim Dispergieren der leitfahigen Teilchen in das 
Basismaterial zu einer Koagulation, das heiBt einer Zu- 
sammenballung einer Mehrzahl der elektrisch leitenden 
Teilchen, kommt Hierdurch kdnnen die bekannten ani- 
sotrop leitenden Kleber nur zum Kontaktieren relativ 
weit auseinander angeordneter Leiterbahnen oder ahn- 
lichem verwendet werden, da ansonsten eine ausrei- 
chend groBe Kontaktsicherheit nicht gegeben ist 

Vorteile der Erfindung 

Der erfindungsgemaBe anisotrop leitende Kleber mit 
den im Anspruch 1 genannten Merkmaien hat demge- 
genuber den Vorteil, daB eine gleichmaBige Dispergie- 
rung der leitfahigen Teilchen in dem Basismaterial mog- 
lich ist Dadurch, daB die leitfahigen Teilchen auf ihrer 
OberflSche Abstandsmittel aufweisen, wird eine Koagu- 
lation der Teilchen vermieden. Diese liegen somit 
gleichmaBig dispergiert in dem Basismaterial vor, ohne 
daB die Teilchen untereinander elektrisch leitend ver- 
bunden sind. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, daB der 
minimale Abstand zwischen zwei benachbarten Kon- 
taktverbindungen an sich nur noch von einer Kdrnchen- 
grOBe der elektrisch leitfahigen Teilchen bestimmt wird. 
Die Anisotropic der Kontaktverbindung wird dabei mit 
hoher Sicherheit gewShrleistet j 

In der Erfindung ist vorgesehen, daB die Abstandsmit- 
tel eine Beschichtung aus Liganden sind, die thermisch 
nicht stabil sind Hierdurch wird erreicht daB die elek- 
trisch leitfahigen Teilchen durch die Liganden in einem 
unverarbeiteten Leitkleber auf Abstand gehalten wer- 
den. Dadurch, daB die Liganden thermisch nicht stabil 
sind, werden diese wahrend des Klebe- und Kontaktie- 
rungsprozesses aufgeldst und konnen somit die Herstel- 
lung einer elektrisch leitenden Verbindung nicht behlin- 



dent Die Aufldsunt^f' liganden erfolgt erst zu einem 
Zeitpunkt des Klebe- und Verbindungsprozesses, bei 
dem die elektrisch leitfahigen Teilchen bereits unter ei- 
nem bestimmten Druck stehen, so daB diese trotz des 
5 Wegfalls der Abstandsmittel nicht mehr miteinander in 
Kontakt kommen kSnnen. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
ergeben sich aus den Cbrigen in den Unteransprttchen 
genannten Merkmaien. 

10 

Zeichnung 

Die Erfindung wird nachfolgend in einem AusfQh- 
rungsbeispiei anhand der zugehdrigen Zeichnungen na- 
15 hereriautertEszeigen: 

Fig. 1 eine Schnittdarstellung durch einen anisotrop 
leitenden Kleber im Ausgangszustand und 

Fig, 2 eine Schnittdarstellung durch einen anisotrop 
leitenden Kleber im kontaktierten Zustand 
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Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 



Fig. 1 zeigt einen in Folienform vorliegenden aniso- 
trop leitfahigen Kleber 10. Der Kleber 10 besteht aus 
25 einem Basismaterial 12 und darin dispergierten, also 
feinverteilten, leitfahigen Teilchen 14. Das Basismaterial 
12 besteht dabei beispielsweise aus einem Duroplast 
oder einem Thermoplast Die Teilchen 14 kdnnen bei- 
spielsweise aus Gold, Nickel, vergoldetem Nickel, Silber 
30 oder goldbeschichteten Styroporkugeln bestehen. Die 
Teilchen 14 sind mit einer Beschichtung 16 versehen, die 
in der Fig. 1 nicht maBstablich angedeutet ist Die Be- 
schichtung 16 besteht dabei beispielsweise aus Triphe- 
nylphosphin. 

35 Fig. 2 zeigt eine Mdglichkeit einer geklebten Verbin- 
dung mit dem in Fig. 1 dargestellten Kleber. Auf den 
sich gegenQberliegenden Oberflachen des Klebers 10 
werden Leiterbahnen 18 und 20 aufgebracht Die Leiter- 
bahnen 18 bzw. 20 liegen dabei noch auf dem Kleber 10 
40 auf und sind nicht in diesen eingedrungen. Ober den 
Leiterbahnen 18 wird beispielsweise eine Folie 22 aus 
Polyester oder Polyamid aufgebracht Die Leiterbahnen 
20 werden ebenfalls mit einer Folie 24 abgedeckt Die 
Folien 22 und 24 kdnnen dabei gleichzeitig Bestandteil 
45 eines elektronischen Bauelementes, das die Leiterbah- 
nen 18 oder 20 aufweist 

Eine Kontaktierung mit dem in den Fig. 1 und 2 ge- 
zeigten Kleber 10 findet folgendermaBen statt Auf das 
aus dem Kleber 10 mit den aufgelegten beiterbahnen 18 
50 und 20 sowie den Folien 22 und 24 bestehende System 
wird mit einem Stempel, in Fig. 2 durch den Pfeil ange- 
deutet, ein Druck ausgeObt Gleichzeitig erfolgt eine 
Erwarmung des Systems. Durch die Erwarmung wird 
das aus dem Thermoplast bestehende Basismaterial 12 
55 aufgeweicht, so daB die Leiterbahnen 18 und 20 unter 
dem Druck des Stempels in das Basismaterial 12 ein- 
dringen konnen. Wahrend des Erwarmens zersetzt sich 
die Beschichtung 16 aus Triphenylphosphin, da diese 
eine Zersetzungstemperatur von ca. 60° C aufweist 
60 wahrend das Basismaterial 12 auf eine Temperatur von 
ca. 150 bis 230° C erwarmt wird Durch die Zersetzung 
der Beschichtung 16 konnen die Leiterbahnen 18 und 20 
so weit an die Teilchen 14 herangepreBt werden, daB 
zwischen den Teilchen 14 und den Leiterbahnen 18 bzw. 
65 20 eine elektrisch leitende Verbindung entsteht Nach- 
dem das System ausgehartet ist beispielsweise in einer 
Zeit von 5 bis 30 Sekunden, kann der Stempel entfernt 
werden, und die Leiterbahnen 18 und 20 sind dauernd 
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eiektrisch miteinander ko*_*ctiert. Dadurch, daB die 
elektrische Verbindung ausschlieBlich von zwischen den 
Leiterbahnen 18 und 20 sich befindenden Teilchen 14 
Ubernommen wird, kdnnen nebeneinanderliegende 
Kontaktierungen zwischen Leiterbahnen 18 und 20 auf 5 
engstem Raum realisiert werden, ohne daB es zu Fehl- 
verbindungen fiber sich berfihrende Teilchen 14kommt 
Insgesamt ist dadurch eine hdhere Auflosung zwischen 
nebeneinanderliegenden Leiterbahnen 18 und 20 mog- 
lich. Die Kontaktverbindung insgesamt wird dadurch 10 
sehr sicher. Sehr vorteilhaft lassen sich mit dem in den 
Fig. 1 und 2 gezeigten anisotrop leitenden Kleber 10 
flexible Verbindungen zwischen den Leiterbahnen 18 
und 20 hersteliea Die Flexibility der Verbindung hangt 
dabei lediglich von dem Basismaterial 12 ab. is 

Die Erfindung beschrankt sich nicht auf das in den 
Fig. 1 und 2 gezeigte AusfuhrungsbeispieL Der Kleber 
10 kann beispielsweise auch als Paste, Film oder HeiB- 
siegelfolie ausgebildet seiiu Das Verbinden von zwei 
Leiterbahnen 18 und 20 ist lediglich auch als die einfach- 20 
ste Ausfiihrungsform zu verstehea Ober entsprechend 
strukturierte Stempel konnen beispielsweise Ober die 
Oberflache eines Klebers 10 verteilte verschiedene 
Durchkontaktierungen hergestellt werden, die je nach 
Anwendungsfall variabel sind '< 25 

Patentanspruche 

1. Anisotrop eiektrisch leitender Kleber mit in ei- 
nem Basismaterial dispergierten leitfahigen Teil^ 30 
chen, dadurch gekennzeichnet, daB die TeQchen 
(14) auf ihrer Oberflache als Abstandsmittel eine 
Beschichtung (16) aus Uganden aufweisen, wobei 
die Uganden thermisch nicht stabil sind. | 

2. Kleber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 35 
net, daB die Liganden eine Zersetzungstemperatur 
besiuen, die unterhalb einer Verklebetemperatur 
iiegt. 

3. Kleber nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB als Ligand Tri- 40 
phenylphosphin verwendet wird. 

4. Kleber nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB als Ligand Pro- 
pions&ure verwendet wird 
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Hierzu 1 Seite(n)Zeichnungen 
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